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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
终端代码V3P0-0001要求如下，此要求高于通用要求
1. 外形
1）.金手指板或者焊盘超出外形线的板做邮票孔拼板设计，其他的做V-CUT设计。
2）.要在工艺边上添加至少3个MARK点和3个定位孔，其中一个定位孔和MARK点与板边的距离和其他的要不一致
3）.所有板都要添加4个工艺边。工艺边设计参考如下图（只参考工艺边，MARK点，定位孔的设计，工艺边上其他元件不用参考）
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2.最小孔铜厚度25μm
3.客户无要求时，阻焊颜色默认为绿色

4.叠层要求，详见附件，增加8-12层叠层要求（附件中的截图是客户原始文件要求，excel表是转化后的客户原始要求）需要参考客户叠层要求设计叠层
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5.客户无要求时，板材使用TG＞170°的板材

6.确认叠层的同时要确认working Gerber和提供PDF档的拼板图
预审部分： 
CAM部分： 
1.叉板要求：不允许叉板出货
2-6层

		2层板要求

		项目		叠层厚度要求		Description DDI Requirement Acceptance Criteria
客户要求

		Inner layer Copper thickness(mil) 
内层铜厚		1 oz(1.4 mil) and/or 2oz(2.8 mil) 		Inner layer copper Thickness Variation to meet IPC 6012B requirement
内层铜厚满足IPC-6012B的要求

		Dielectric layer thickness (2 layer)
介质层厚度		CORE=57 mil		CORE Thickness variation to meet IPC 4101 requirement
芯板满足IPC-4101的要求

		Outer Layer copper thickness(mil)
外层铜厚		 Per IPC 6012B Class 2 requirement 		Thickness to meet IPC 6012B Class 2 Requirement
厚度满足IPC-6012B的2级要求

		PTH Wall thickness(mil)
孔壁铜厚		 IPC‐6012B PCB Class 2 Requirement		Minimum Thickness=1 mil(as per Lam special Class 2 PTH wall thickness requirements)
最小厚度1mil

		Total PCB thickness(mil)
总厚度		DDI required Total PCB Thickness for Class 2
per IPC‐6012
总厚度要求参考IPC-6012的2级标准		Variation of the total board thickness D≤ +/‐10% as per IPC‐6012BClass 2 requirements
公差+/-10%，满足IPC-6012B 的2级要求

		4层板叠构要求

		Stackup
叠构		1		Tolerance（公差）		2		Tolerance（公差）		3		Tolerance（公差）		5		Tolerance（公差）

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)				0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		top copper
顶层铜		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)				0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		POR Dielectirc1e1
介质层1		8		±10%		5.3		±16.7%		13		±20%		12		±10%

		copper
铜		1.25(1OZ）				2.65(2OZ）				2.65(2OZ）				2.65(2OZ）

		POR core
芯板		39		±3.94mil（参考IPC-4101 等级B/L)		39		±3.94mil（参考IPC-4101 等级B/L)		28		±2.52mil（参考IPC-4101 等级B/L)		28		±2.52mil（参考IPC-4101 等级B/L)

		copper
铜		1.25(1OZ）				2.65(2OZ）				2.65(2OZ）				2.65(2OZ）

		POR Dielectirc1e2
介质层2		8		±10%		5.3		±16.7%		13		±20%		12		±10%

		bottom copper
底层铜		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)				0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)				0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		overall 整体
tolerance公差		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）

		6层板叠构要求

		Stackup
叠构		4		Tolerance（公差）

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)

		top copper
顶层铜		0.7（0.5OZ)

		POR Dielectirc1e1
介质层1		8.85		±10%

		copper
铜		1.25(1OZ）

		POR core1
芯板1		14		±1.97（参考IPC-4101 等级B/L)

		copper
铜		1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e2
介质层2		8.1		±10%

		copper
铜		1.25(1OZ）

		POR core2
芯板2		14		±1.97（参考IPC-4101 等级B/L)

		copper
铜		1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e3
介质层3		8.85		±10%

		bottom copper
底层铜		0.7（0.5OZ)

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)

		overall 整体
tolerance公差		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）





8层

		叠层ID		6		公差		7		公差

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		top copper
顶层铜		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		POR Dielectirc1e1
介质层1		7.48		±20%		6.21		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR core1
芯板1		8.27		Meet ∆ ≤+/-1.5 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±1.5mil参考IPC-4101 B/L		5.91		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e2
介质层2		5.36		±20%		5.98		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR core2
芯板2		8.27		Meet ∆ ≤+/-1.5 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±1.5mil参考IPC-4101 B/L		11.01		Meet ∆ ≤+/-1.5 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±1.5mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e3
介质层3		5.28		±20%		6.03		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR core3
芯板3		8.27		Meet ∆ ≤+/-1.5 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±1.5mil参考IPC-4101 B/L		5.91		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e4
介质层4		7.49		±20%		6.2		±20%

		bottom copper
底层铜		0.7（0.5OZ)				1.43（1OZ)

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)				1.43（1OZ)

		overall tolerance
整体公差		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）





10层

		叠层ID		8		9		公差

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)		0.5（0.333OZ）

		top copper
顶层铜		0.7（0.5OZ)		0.5（0.333OZ）

		POR Dielectirc1e1
介质层1		4.44		5.81		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）		1.25(1OZ）

		POR core1
芯板1		5.91		5.12		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）		0.7（0.5OZ）

		POR Dielectirc1e2
介质层2		4.08		5.51		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）		0.7（0.5OZ）

		POR core2
芯板2		5.91		5.12		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）		1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e3
介质层3		5.65		6.41		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）		1.25(1OZ）

		POR core3
芯板3		5.91		5.12		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）		0.7（0.5OZ）

		POR Dielectirc1e4
介质层4		4.05		5.49		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）		0.7（0.5OZ）

		POR core4
芯板4		5.91		5.12		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）		1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e5
介质层5		4.44		5.81		±20%

		bottom copper
底层铜		0.7（0.5OZ)		0.5（0.333OZ）

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)		0.5（0.333OZ）

		overall tolerance
整体公差		62		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）





12层

		叠层ID		10		公差

		plating
镀层		0.5（0.333OZ）

		top copper
顶层铜		0.5（0.333OZ）

		POR Dielectirc1e1
介质层1		2.874		±20%

		copper
铜		0.7（0.5OZ）

		POR core1
芯板1		5.118		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		0.7（0.5OZ）

		POR Dielectirc1e2
介质层2		5.13		±20%

		copper
铜		0.7（0.5OZ）

		POR core2
芯板2		5.118		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		0.7（0.5OZ）

		POR Dielectirc1e3
介质层3		5.152		±20%

		copper
铜		0.7（0.5OZ）

		POR core3
芯板3		5.118		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		0.7（0.5OZ）

		POR Dielectirc1e4
介质层4		5.16		±20%

		copper
铜		0.7（0.5OZ）

		POR core4
芯板4		5.118		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		0.7（0.5OZ）

		POR Dielectirc1e5
介质层5		5.139		±20%

		copper
铜		0.7（0.5OZ）

		POR core5
芯板5		5.118		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		0.7（0.5OZ）

		POR Dielectirc1e6
介质层6		2.872		±20%

		bottom copper
底层铜		0.5（0.333OZ）

		plating
镀层		0.5（0.333OZ）

		overall tolerance
整体公差		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）
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Table 4: The 8-layer PCB Stack Ups
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Table 5: The 10-layer PCB Stack Up
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Table 6: The 12-layer PCB Stack Up








